Platinenerstellung
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1. Herstellung der Belichtungsvorlage:

Die Layouterstellung kann über Laserdrucker von PC- Layoutprogrammen wie z.B. EAGLE oder Target erfolgen. Die Folie sollte UV-transparent sein und einen hohen Schwärzungsgrad aufweisen, um Lichdichtheit zu erreichen.

2. Basismaterial 

Hartpapier (Pertinax):  Pertinax ist undurchsichtig, der Farbton ist von blassgelb bis kräftig gelb oder aber braun. Es ist brennbar und riecht bei zu langem Löten unangenehm.

FR- 2:  Es handelt sich um hellbraunes Phenolharz- Hartpapier, das von 1,5 mm Dicke ist. Es ist preiswert, aber ist hinsichtlich ihrer mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften nicht qualitativ.

FR-3:  Dieses  Epoxydharz- Hartpapier ist im vergleich zu FR-2 umweltfreundlicher, und hat außerdem deutlich bessere Eigenschaften.

FR-4:  Ebenso ein Epoxyd- Hartpapier, dessen Glashartgewebe sehr qualitativ sind. Des Weiteren sind diese in jeder Hinsicht sehr belastbar, besitzen gute elektrische Eigenschaften (geringe HF- Verluste).

CEM-1:  Epoxyd- Hartpapier mit beidseitigem Glasgewebebogen( Composite Material). Besitzt die gleichen Qualitäten wie das FR-4 und lässt zudem hohe Bohrer- Standzeiten zu.

3. Belichtung der Platine:

Das positiv- fotobeschichtete Platinenmaterial sollte bei gedämpftem Tageslicht verarbeitet werden, da sonst die UV-Strahlen des Sonnenlichts auf das Material ungewünschterweise einwirken könnten. 

Die lichtempfindliche Lackschicht auf der Platine ist mit einer selbstklebenden Schutzfolie versehen.

3.1. mit Beleuchtungsapparat:
Man legt die Folie auf die Glasplatte, worauf die Platine mit der fotobeschichteten Seite nach unten kommt, weil das Layout von unten bestrahlt wird, Dann wird der Deckel     fixiert und  es werden folgende Schalterstellungen am Gerät gewählt.

- Vakuum ein

- Ventilator aus

- Kopie oben aus

- Kopie unten ein

Die Belichtungszeit für Klarsichtfolien beträgt ca. 45 Sekunden, während matte Layoutfolien 2,5 Minuten benötigen.

3.2. ohne Belichtungsapparat

Das Platinenlayout auf der OH- Folie mit der Kopierschicht wird auf die fotobeschichtete Seite der Platine gelegt. Belichtung erfolgt mit einer Lampe wie z.B. OSRAM Nitrophat S250W, Vitalux 300 W, Philips HPR 125, usw. Die Belichtunszeit beträgt je nach Lampe 30 Sekunden bis 2 Minuten. Sie hängt von der Entfernung und der verwendeten Abdeckung ( Glasart) ab.

3.3. Belichtung mit Sonnenlicht:

Da Sonnenlicht auch UV-Anteil hat, nutzt man dies auch aus. Die Belichtungszeit hängt von der Intensität der Sonnenstrahlung ab; 2-10 Minuten.

4. Entwicklung

4.1. Entwicklungsflüssigkeit:
Man sollte Spezialentwickler nehmen, die NaOH- frei sind, weil diese umweltfreundlicher sind. Am besten löst man 7g Ätznatron in 1Liter Wasser auf oder man nehme ein Entwicklungskonzentrat, das vor Gebrauch gut geschüttelt und im Verhältnis 1:10 verdünnt werden muss.

4.2. Entwicklungsvorgang:

Die Platine wird nach der Belichtung mit der belichteten Seite nach oben in die Entwicklerflüssigkeit gelegt. Die Entwicklung ist erst dann abgeschlossen, wenn an unbelichteten Stellen bzw. an den Leiterbahnen der Fotolack sichtbar, die belichteten Stellen vom Fotolack vollständig befreit sind und das Kupfer klar zu sehen ist.

Anschließend wird die Platine daraus genommen, mit Wasser gut abgespült und getrocknet.

Die Entwicklung sollte nicht länger als 3 Minuten dauern, andernfalls sollte man die Flüssigkeit wechseln.

5. Ätzen:

5.1. Ätzflüssigkeit:

Eisen-III- Chlorid, ist nachteilig in der Handhabung, da Schlammbildung, Verschmutzung von Gerät und Kleidung.

Feinätzkristall, ist frei von Ammonium, mehrfach anwendbar, weil es nicht auskristallisiert,die geringste Unterätzung und damit gute Konturschärfe bewirkt.

Natriumpersulfat, wandelt Kupfer in Kupfersulfat um. Es besteht die Gefahr des Unterätzens an den Leiterbahnrändern.

Kupferchlorid, ist vom Umweltschutz her optimal.

5.2. Ätzen mit der Ätzmaschine:
Das Gerät verfügt über eine automatische Heizung mit konstanter Temparatur von 40°C und eine Pumpe, damit das Ätzmittel in geschäumter Form über die Platine transportiert wird. Die Platinen werden dabei in Halterungen eingespannt und in die Ätzmaschine gehängt.

Für das ISEL- Ätzgerät TYP 2 sind folgende Einstellungen notwendig: 

- Die Heizung auf maximal 40 Grad einschalten

- Die Luftzufuhr langsam aufdrehen

- Darauf achten, dass der Abzug eingeschaltet ist

5.3. Ätzvorgang:
Meistens wird der Ätzvorgang zuerst am Rand der Platine erkennbar. Wenn das Basismaterial sichtbar wird, bedeutet das, dass der Ätzvorgang eingesetzt hat. Nach dem Wegätzen der letzten „ Kupferinseln“ kann die Platine aus dem Gerät entnommen werden.

5.4 Ätzen ohne Maschine:
Man gibt die Ätzflüssigkeit in eine flache Schale, z. B. Fotoentwicklungsschale. Die Erwärmung sollte in einem Wasserbad erfolgen; 25-40°C.

6. Reinigung der Platine:

Nach dem Ätzen und Reinigen mit Wasser, werden Fotoschichtkonturen an Leiterbahnen mit Aceton, Alkohol oder Spiritus entfernt.

Man kann die Platine ebenso nocheinmal unter das Belichtungsgerät legen( ohne Vakuum), anschließend entwickeln und mit Wasser spülen sowie trocknen.

Zum Schluss besprüht man nach der Reinigung die fertigestellte Platine noch mit einer dünnen Schicht Lötlack damit die Leiterbahnen vor Oxidation geschützt sind und die Lötfahigkeit besser wird.
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